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在 2016 年全球電子產業趨於穩定，也使 2016 年電子材料產業呈現微

幅成長的局面，由於電子產品各終端應用產品的景氣與環境變動，除了影

響材料端的需求外，也迫使材料廠商投入新技術、新材料的開發，此一態

勢值得電子產業上中下游廠商與政府進一步關注後續。本年鑑的撰寫，即

隨時監測經濟與產業發展的軌跡與變化，使讀者能藉以掌握產業發展的脈

動。 

『2017 電子材料產業年鑑』係由工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)

執行經濟部「產業技術知識服務(ITIS)計畫」的成果，內容從整體產業發展

思維來觀測全球暨台灣電子材料產業發展動向、產品演變、以及未來趨勢

與挑戰。其中詳實記錄 2015~2019 年電子材料產業技術與市場的變動和未

來預測，除涵蓋我國與全球電子材料產業趨勢外，有關我國電子材料廠商

如何在下游電子產業發展中提升核心競爭力、增加附加價值，如何在全球

產業鏈分工中進行布局，內文都有詳實的分析。 

本年鑑由工研院產經中心同仁負責規劃與編撰，期望能饗予讀者更多

元的思考空間與產業觀點。至今順利付梓，本人在此感謝經濟部的支持、

慰勉各作者辛勤地撰述，雖然本年鑑一向獲得不少讀者認同與肯定，但難

免有疏漏之處，希望各界先進不吝批評與指正，以作為後續改進之參考。 

 

工業技術研究院 
產業經濟與趨勢研究中心 

副主任 
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編者的話 

本院執行經濟部技術處「產業技術知識服務(ITIS)計畫」年鑑撰寫工

作，最主要目的即為忠實記錄產業演進軌跡，並將近年產業發展特色與變

化真實反映，使讀者能精確掌握產業的脈動。希望能為國內快速發展的電

子材料產業作詳實見證，同時也藉由觀察產業新趨勢、新契機來協助國內

產業發展。 

本年鑑主要是以圖表方式呈現內容，輔以文字精要說明，使讀者更易

於閱讀，方便擷取個別所需資訊。內文含附錄共分為七大篇，各篇的意涵

與精神如下： 

第Ⅰ篇： 『總體經濟指標』─內容涵括總體經濟，使讀者能掌握歷年總體

經濟數字和經濟發展預測，了解總體景氣趨勢和電子材料產業間

關聯性。 

第Ⅱ篇： 『下游應用產業發展狀況與趨勢』─分項簡述電子材料下游產業

當中，半導體、構裝、印刷電路板、液晶顯示器與能源等五大產

業的市場規模與趨勢，作為產業發展背景參考。 

第Ⅲ篇： 『產品技術趨勢』─以電子材料產業相關上下游當中，目前最受

關注之材料技術發展動向為議題，分析其影響與未來發展可能

性。並從五大材料產業角度切入國家 5+2 產業創新政策，於各創

新政策中所扮演與推動的角色。 

第Ⅳ篇： 『全球電子材料產業個論』─針對五大材料產業之全球發展現況

與趨勢進行綜整，包含市場規模、市場區隔、廠商重要動向等，

為本年鑑重點部分。 

第Ⅴ篇： 『我國電子材料產業個論』─針對五大材料之我國發展現況與趨

勢進行綜整，包括產業結構、市場規模、競爭力分析等，與第Ⅳ

篇同為本年鑑重點部分。 
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第Ⅵ篇： 『中國大陸電子材料產業現況』─中國大陸強力扶植電子產業

下，其上游之電子材料已逐漸成形，藉由產業政策與各電子材料

產業現況，體現中國大陸電子材料產業的發展樣貌。 

第Ⅶ篇： 『東南亞暨印度電子材料產業現況』─在國家推展新南向政策

下，依五大電子材料產業，分項討論其南向區域之產業政策與需

求，台商能量與競爭者分析等。 

第Ⅷ篇： 『附錄』─收錄電子材料產業相關之產業協會、展覽會的基本資

料，以供讀者查詢。 

歷年來電子材料產業年鑑的持續發行，除了忠實記錄產業的發展軌跡

之外，也希望成為各界經營決策的重要參考。由於經濟部 ITIS 計畫的支持，

各撰述作者辛勤蒐集資料並分析撰寫，以及各廠商惠提寶貴資料與意見，

使得本年鑑得以出版發行，在此一併致上謝忱。本年鑑在資料蒐集、整理、

撰寫到付梓過程，相關同仁雖克盡所能力求資料的正確性與完整性，然難

免有掛一漏萬或誤植之處，為使來年能持續提供更為豐富詳實與具有參考

價值的年鑑內容，尚祈各界先進不吝批評與指正，以作為後續編撰改進之

參考。 

 

工業技術研究院 
產業經濟與趨勢研究中心 

何世湧 
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2017 電子材料產業年鑑撰稿單位暨撰稿人 

(依單位筆劃排序；敬稱省略) 

撰稿單位  撰稿人  

工研院-產業經濟與趨勢研究中心 王孟傑 

工研院-產業經濟與趨勢研究中心 何世湧 

工研院-產業經濟與趨勢研究中心 呂學隆 

工研院-產業經濟與趨勢研究中心 張致吉 

工研院-產業經濟與趨勢研究中心 陳婉儀 

工研院-產業經濟與趨勢研究中心 葉仰哲 

工研院-產業經濟與趨勢研究中心 劉美君 

工研院-產業經濟與趨勢研究中心 羅宗惠 

 

謹向所有熱心參與本年鑑撰稿的作者群、專家，以及熱心回覆問卷的

業界廠商們，致上十二萬分謝忱。 
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產業範疇 

 

資料來源：工研院 IEK(2017/05) 
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第一章 總體經濟指標 

一、全球經濟成長率 

單位：% 

 2015 2016 2017(e) 2018(f) 2019(f) 

全球 3.4 3.1 3.5 3.6 3.7 

先進經濟體 2.1 1.7 2.0 2.0 1.9 

美國 2.6 1.6 2.3 2.5 2.1 

日本 1.2 1.0 1.2 0.6 0.8 

加拿大 0.9 1.4 1.9 2.0 1.8 

歐元地區 2.0 1.7 1.7 1.6 1.6 

德國 1.5 1.8 1.6 1.5 1.4 

法國 1.3 1.2 1.4 1.7 1.7 

義大利 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 

英國 2.2 1.8 2.0 1.5 1.6 

其他先進經濟體 2.0 2.2 2.3 2.4 2.5 

新興和發展中經濟體 4.2 4.1 4.5 4.8 4.9 

俄羅斯 -2.8 -0.2 1.4 1.4 1.5 

亞洲發展中國家 6.7 6.4 6.4 6.4 6.3 

東協五國 4.8 4.9 5.0 5.2 5.3 

中國大陸 6.9 6.7 6.6 6.2 6.0 

韓國 2.8 2.8 2.7 2.8 3.0 

印度 7.9 6.8 7.2 7.7 7.8 

中東和北非 2.7 3.9 2.6 3.4 3.5 

拉丁美洲與加勒比地區 0.1 -1.0 1.1 2.0 2.5 

資料來源：IMF(2017/04)；工研院 IEK(2017/05) 
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第一章 半導體產業 

第一節 全球半導體產業發展 

一、全球半導體市場規模(產品別) 

表 2-1-1 全球半導體市場規模(產品別) 

單位：百萬美元 

 2015 2016 2017(e) 2018(f) 2019(f) 

Sensor   8,816  10,821  11,950  12,600  13,130 

Discrete  18,612  19,418  19,930  20,600  21,200 

Opto  33,256  31,994  34,550  35,000  35,300 

IC 274,484 276,698 308,100 315,800 322,600 

Total 335,168 338,931 374,530 384,000 392,230 

資料來源：工研院 IEK(2017/05) 

 

說明： 

• 全球半導體市場規模依據產品別區分為四大類，主要包含積體電路(IC)、分

離式元件(Discrete)、感測元件(Sensor)及光電元件(Optoelectronics)等四大類。 

• 2016 年全球半導體市場為 338,931 百萬美元，較 2015 年的 335,168 百萬

美元成長 1.1%，主要因全球整體經濟逐漸擺脫 2015 年不景氣、電子產

品應用需求逐漸升溫等因素影響。 

• 繼 2014 年全球半導體市場大幅成長 9.9%後，2015 年受到總體經濟動盪、

終端電子系統產品需求減少與新興市場發展低於預期影響，全球半導體

市場衰退 0.2%，而至 2016 年總體經濟衰退趨緩與消費性電子應用市場

逐漸回溫趨勢下，全球半導體市場緩成長 1.1%，預估 2017 年全球半導

體市場持續回溫下，成長率達 10.5%，但因 2017 年成長基期較高，及 2018

年全球總體經濟成長將趨緩情況下，預期 2018 年半導體市場成長幅度同

步趨緩為 2.5%。 
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第二章 IC 構裝產業 

第一節 全球構裝產業發展現況與趨勢 

一、全球 IC 封測產業 
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資料來源：工研院 IEK(2017/05) 

圖 2-2-1 2015~2019 年全球半導體封測業產值 

 

說明： 

• 2016 年全球半導體封測產業產值為 25,900 百萬美元，較 2015 年成長

1.4%。 

• 展望 2017 年，在全球半導體景氣持續回溫下，加上全球終端消費性電子

產品如智慧型手機及 PC 銷售回溫帶動下，預估 2017 年全球半導體封測

業產值達 28,100 百萬美元，較 2016 年成長 8.5%。 
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第三章 印刷電路板產業 

第一節 全球印刷電路板產業發展現況與趨勢 

一、全球印刷電路板產業 
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註：產值包含 PCB 代工及 SMT 產值 

資料來源：工研院 IEK(2017/05) 

圖 2-3-1 2015~2019 年全球印刷電路板市場規模趨勢分析 

 

說明： 

• PCB 為電子產品之母，所有電子產品皆需使用 PCB，而目前 PCB 主要應

用之電子產品包括手機、PC、伺服器、LCD TV…等。2016 年 PC、平板

電腦、手機皆面臨出貨量衰退的困境，也使得 PCB 的需求大幅滑落。其

中 PC 已經連續二年呈現較大幅度地衰退；平板電腦也是連續二年面臨近

10%之出貨量衰退，雖然平板電腦佔 PCB 應用比重不到 10%，但 2016

年出貨量已跌至 2 億台以下，也是全球 PCB 產業表現不佳的原因之一；

另外佔 PCB 應用比重近三成之手機市場在 2016 年也微幅衰退，使得 2016

年全球 PCB 產值萎縮至 58,237 百萬美元，相較 2015 年則衰退約 1.9%。 

版權所有© 2017 經濟部技術處 產業技術前瞻研究與知識服務計畫

cielo0201
矩形

cielo0201
ITIS背景



 

 

2-10 
版權所有 

翻印必究 

２
０
１
７
電
子
材
料
產
業
年
鑑 

第四章 液晶顯示器產業 

第一節 全球液晶顯示器產業發展現況與趨勢 

一、全球 TFT-LCD 產業 
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資料來源：工研院 IEK(2017/05) 

圖 2-4-1 2015~2019 年全球 TFT-LCD 產業市場規模趨勢分析 

 

說明： 

• 依據工研院 IEK 統計，2016 年全球大型 TFT LCD 產值預估為 73,922.2 百

萬美元，相較 2015 年的 74,219.1 百萬美元的產值，2016 年產值小幅衰

退 0.4%。自 2016 年第二季開始，韓國 SDC(Samsung Display Company)開

始啟動湯井 7-1(G7)生產線關閉與轉投 AMOLED 機台的策略。另外

LGD(LG Display)亦開始啟動旗下 P2(G3.5)、P4(G5)、P6(G6；部分關閉)的

工廠關閉策略。因 SDC 與 LGD 於 2016 年所關閉的產線所生產的產品大

多集中在 NB、Tablet 等 IT 類面板，亦或是部分中小型產品，以及 40 吋
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第五章 能源產業 

第一節 全球能源產業發展現況與趨勢 

一、全球鋰離子電池產業 

(一)全球五年市場統計 
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資料來源：工研院 IEK(2017/08) 

圖 2-5-1 2015~2019 年全球能源元件市場規模趨勢分析 

 

說明： 

• 能源元件係指設計於消費性電子產品中，能夠提供電能儲存供給之元

件，其產品主要指可重覆充放電使用的二次電池，應用領域則以筆記型

電腦、行動電話、平板電腦、數位相機、攝錄影機、穿戴式裝置、行動

電源等可攜式電子產品為主，因此在電子零組件領域之二次電池係指小

型二次電池，至於工業應用、運輸工具應用等如電動工具機、電動車用

動力電池等應用範圍則一併計入。 
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第Ⅲ篇 產品技術趨勢 
 

第一章 新興產品技術分析與未來動向 

第二章 5+2產業創新 
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第一章 新興產品技術分析與未來

動向 

第一節 導線架在半導體構裝的演進 

一、晶片演進與構裝型態變化看導線架的需求型態 

半導體的構裝始於導線架(Lead Frame)，主要目的是為承載半導體晶片

之用，以金屬支架的型態作為電訊連結與導熱的管道，藉由連接線(金/銀/

銅線)將晶片內部電路引出端點再連接導線架的內引線，並經由外引線將訊

號傳送出形成訊號迴路，因此導線架本身的材質需具有高導電性、高導熱

性、高化學穩定性與良好的機械強度及沖裁性等條件。 

隨著晶片功能的發展越來越複雜，晶片又要滿足摩爾定律的發展，晶

片內部電路的引腳數量(Pin Count)越來越多，而封裝完成的晶片本身的尺吋

卻越縮越小，加上配合組裝廠在主機板上的組裝機制，組裝方式從插入式

封裝到表面封裝，種種因素促成半導體的構裝方式變化多端，因此導線架

規格與型態的需求也隨之從單/雙排的 SIP (Single In-line Package) / DIP (Dual 

In-line Package)、SOP (Small Out-Line Package)以及四方扁平構裝的 QFP (Quad 

Flat Package)等引腳外申的型式，發展到時下需求較多且市場仍持續在成長

之四方扁平無引腳的 QFN (Quad Flat No Lead) / SON (Small Outline No-lead 

Package)等導線架結構，如圖 3-1-1 所示。 
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第二章 5+2 產業創新 

第一節 半導體材料產業 

在 5+2 各產業創新中，都有半導體元件相關的應用領域與產品，如：

綠能科技、物聯網、生技醫藥、智慧機械、國防產業、循環經濟等，而半

導體材料則是這些產業創新的基礎上游產業，也是產業創新需要突破的重

要環節。 

 

表 3-2-1 半導體材料的 5+2 產業創新 

5+2 相關領域 產業關連 

綠能科技 太陽能、離岸風場 

如節能方面：能源管理架構、低功耗架構、電動

車節能；儲能方面：智慧能源管理、能源資通訊，

以上都需要應用到功率半導體元件及電源管理 IC

領域，近幾年因薄化、輕量化的電源模組方向，

廠商開始改用其他材料的基板來研發半導體元

件，以突破原有矽功率元件的發展限制，目前多

以碳化矽 (SiC)、氮化鎵 (GaN)等新材料為基板材

料。 

亞洲‧矽谷 

(物聯網) 

智慧城市、智慧物流、

智慧汽車 

半導體元件是物聯網應用的核心，各類應用都需

要感應與傳輸訊息，其廣泛應用的感測元件、記

憶體元件也將帶動半導體材料的需求。 

生技醫藥 醫療照護、醫療器材 

此產業的醫療器材產品與半導體材料較有相關

連，如：穿戴裝置、感測器、生物晶片等，尤其

在感知材料與 MEMS 製程材料的選用，都牽涉到

終端元件與產品的靈敏度與解析度。 

智慧機械 機器人、智慧機械 

無論是在機器人的視覺處理、運算處理、人工智

慧、深度學習，或是工業 4.0 的感測器、無線通

訊、運算平台，皆須運用到大量的半導體元件來

運算，且需要搭配各類感測器，而其中的半導體

材料與感知材料亦將是此產業領域發展的基礎。 
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第Ⅳ篇 全球電子材料產業 
個論 

 

第一章 半導體材料產業 

第二章 構裝材料產業 

第三章 印刷電路板材料產業 

第四章 液晶顯示器材料產業 

第五章 能源材料產業 
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第一章 半導體材料產業 

第一節 材料概述 

IC製造

矽晶圓 光罩濕製程化學品 黃光化學品 高純度氣體介電常數材料
化學機械研磨液

及研磨墊靶材

酸
溶
劑
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光
阻
劑
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底
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特
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氣
體

大
宗
氣
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資料來源：工研院 IEK(2017/08) 

圖 4-1-1 半導體材料產業範疇 

 

說明： 

1. 矽晶圓 

矽晶圓是目前製作積體電路的基底材料(Substrate)，矽晶圓本身雖然導

電性不好，但是只要適當地植入一些離子，就可以控制它的導電性，在晶

圓表面製造出不同種類的電子元件，如電晶體和二極體。IC 設計工程師必

須依據不同功能利用這些電子元件設計電路，電路設計完成後，所設計的

電路元件圖樣，透過積體電路製造技術，經過一系列繁複的化學、物理和

光學程序將電路製作到矽晶圓上。 

(1) 矽晶圓的製造 

矽晶圓是利用特殊的拉晶(Crystal Pulling)裝置將熔化的純矽，緩慢旋轉

逐漸拉升冷卻以獲得單晶(Crystal)結構的晶棒(Ingot)。矽晶棒再經過結晶定
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第二章 構裝材料產業 

第一節 材料概述 
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資料來源：工研院 IEK(2017/08) 

圖 4-2-1 IC 構裝材料產業範疇 

 

說明： 

• IC 構裝材料是屬於 IC 封裝產業的上游原材料，其主要的功能在於承載、

散熱及保護裸晶(Die)，並提供電子訊號傳遞的路徑。 

• IC 構裝材料大致可區分為承載、連結線路、模封保護、導電接著四大部

分，其主要材料包含 IC 載板、導線架、金線、錫球與模封材料等五大材

料，材料依照封裝產品形態的不同所佔的成本比重也不同，大致約佔五

至七成左右。若以分項材料所佔總材料成本的比重來看，IC 載板約佔四

成，導線架約佔兩成，金線約佔兩成，模封材料約佔一成，而錫球則佔

一成以下。 

 

版權所有© 2017 經濟部技術處 產業技術前瞻研究與知識服務計畫

cielo0201
ITIS背景



 

 

4-75 
版權所有 

翻印必究 

第
Ⅳ
篇 

第
三
章 

印
刷
電
路
板
材
料
產
業 

第三章 印刷電路板材料產業 

第一節 產品概述 

乾膜 油墨 黑棕化 電鍍
除膠渣/
鍍通孔

表面處理 製程化學品

銅線 玻纖紗

銅箔 玻纖布 樹脂 玻纖布 樹脂

PCB

CCL 膠片銅箔 化學品

 

資料來源：工研院 IEK(2017/08) 

圖 4-3-1 印刷電路板材料的種類與功能 

 

說明： 

• 印刷電路板(PCB)製程相當繁瑣，在生產過程中所須使用的材料主要有四

項：銅箔基板、銅箔、膠片及各類化學品，其中以銅箔基板佔原物料成

本比重最高。 

• 以下即就銅箔基板、銅箔、玻纖布、樹脂及聚亞醯胺等關鍵材料種類及

其特性作一簡扼說明。 

 

一、銅箔基板 

銅箔基板是製造印刷電路板之關鍵性基礎材料。利用絕緣紙、玻璃纖

維布或其他纖維材料等當補強材料，將多層經樹脂含浸的樹脂生膠片

(Prepreg)疊合而成之積層板，再在高溫高壓下於單面或雙面覆加銅箔而成。 
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第四章 液晶顯示器材料產業 

第一節 材料概述 

稜鏡片

擴散膜

LED
導光板

偏光板
玻璃基板

反射板

TFT
(薄膜電晶體)

Photo Spacer液晶

配向膜

彩色濾光片

背光模組

BM樹脂

彩色光阻

補償膜

保護膜
PVA

 

資料來源：工研院 IEK(2017/08) 

圖 4-4-1 液晶顯示器結構與材料 

 

說明： 

• 液晶顯示器的結構複雜，使用的零組件與材料眾多，主要的零組件包含

彩色濾光片(Color Filter)、偏光板與背光模組，其他的材料尚包括液晶、

配向膜、框膠以及製作薄膜電晶體所使用的靶材、光阻、光罩等微影製

程材料。 

• 彩色濾光片的關鍵材料除玻璃基板外，尚有彩色光阻、BM(Black Matrix，

黑色矩陣)樹脂、間隔物(Spacer)等。彩色光阻(Color Resist)為彩色濾光片彩

色化之來源，與 LCD 面板產品之色彩設計息息相關，不僅是各廠提高產

品差異化之關鍵因素，更是彩色濾光片生產成本控制最重要之材料。彩

色光阻材料為感光性高分子組成之材料，運用黃光微影(Photo-Lithography)
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第五章 能源材料產業 

第一節 產品概述 

一、太陽電池材料概述 

(一)太陽光電產品材料結構 

正面電極(銀膠)

抗反射層

N型(擴散層)

P型(單晶/多晶矽晶片)

P+層(鋁膠)
背面電極(銀鋁膠)

 

資料來源：工研院 IEK(2017/05) 

圖 4-5-1 矽晶型太陽能電池結構 

 

說明： 

• 單晶/多晶矽晶片：為具有 P 型半導體性質之矽晶片，為太陽能電池之主

要基板，原料為多晶矽；利用植入 N 型粒子而形成另一層 N 型半導體(擴

散層)。 

• 抗反射層：為一層透明薄膜，可改變光線的折射率，以增加電池對光的

吸收度。 
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第Ⅴ篇 我國電子材料產業 
個論 

 

第一章 半導體材料產業 

第二章 構裝材料產業 

第三章 印刷電路板材料產業 

第四章 液晶顯示器材料產業 

第五章 能源材料產業 
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第一章 半導體材料產業 

第一節 我國產業發展現況與趨勢 

一、產業結構 

酸 鹼
溶
劑

矽晶
圓

濕製程
化學品

靶
材
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罩

黃光
化學品

大
宗
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體

光
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劑

高純度
氣體

介電
材料

化學機械
研磨液及
研磨墊

特
殊
氣
體

顯
影
劑

去
光
阻
劑

底
材

台勝科、信越半
導體、合晶、環
球晶圓、嘉晶、
尚志、中砂

聯仕、鑫林科
技、中華化學、
巨菱、BASF、
太洋新技

台積電
光罩部
門、光
罩、臺
灣美日
先進光
罩、中
華凸版

永光、長興、臺灣
東應化、臺灣富士
電子材料、Dow、
信越光電、多聯、
添鴻科技、鑫林科
技、聯仕、巨菱

聯華氣體、
聯亞科技、
聯友科技、
三福氣體、
Air Products、
亞東氣體、
Air Liquide、
昭和氣體

IC
製造

光洋科、
鑫科、
台灣日
鑛、優美
科薄膜

盟智、智勝
Cabot、Dow、
Hitachi、
Chemical、
臺灣福吉米、
臺灣富士紡

南美特
三化科技

 

資料來源：工研院 IEK(2017/08) 

圖 5-1-1 我國半導體材料產業結構 

 

說明： 

• 半導體材料產業主要是針對中下游的製程應用而設計生產，由於中下游

的技術演變快速，且材料影響產品品質甚鉅，中下游客戶在重視良率與

可靠度驗證結果的考量下，一般仍以國外大廠材料為首選，致使我國的

材料產業進入障礙較高，學習曲線長。 

• 由於半導體材料佔下游產品的生產成本比重並不高，且材料品質良莠往往

會影響到產品的電性、良率與可靠度等結果，而且這些影響往往在短期不

易發現，客戶為了長期品質的考量，對於更換材料供應商的意願都不高。 
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第二章 構裝材料產業 

第一節 我國產業發展現況與趨勢 

一、產業結構 

上游
材料

製程

晶片
封裝

下游
應用

黏晶
材料

異方性
導電膠

導線接著 承載

鎳合金 銅合金 BT樹脂蝕刻劑
顯影劑
光阻劑

導線架

IC封裝

行動
電話

連結線路

模封
材料

底部
充填膠

長春石油化學、長興化工、
(日立化成)、(住友)、崇越

冠品化學
南亞、崇越、冠品
化學、 (日立化成)

(台灣住礦)
(日茂)、大亞、
(長華電材)

大瑞、昇貿、恆碩、
(千住金屬) 、(日茂) 南茂、頎邦

復盛、利汎、順德、
(台灣三井)、一詮、長華
電材( (台灣住礦)、(住友金
屬)、(新光電氣)

欣興、南亞
景碩、華通
(IBIDEN)

台光電、南亞

日月光、矽品、南茂、力成、頎邦、
超豐、華東

IC載板

模封保護

金/銅線 錫球 凸塊

長興材料、
台灣杜邦

筆記型
電腦

智慧型
手持裝置

數位
相機

 

註：( )廠商表示為外商駐台設廠或代理商 

資料來源：工研院 IEK(2017/08) 

圖 5-2-1 我國構裝材料產業結構 

 

說明： 

• 我國為全球 IC 封裝主要國家之一，2015 年對於 IC 構裝材料的需求以地

區而言排名全球第二，然而國內 IC 構裝材料供應廠商的家數並不多，產

品競爭能力相對薄弱。整體而言，我國只有 IC 載板廠商較具規模，其次

是導線架，金屬連接線與錫球，昇貿最早是以代理商進入國內市場，目
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第三章 印刷電路板材料產業 

第一節 我國產業發展現況與趨勢 

一、產業概況 

我國PCB硬板用材料的自主
供應力極高，銅箔基板CCL、
電解銅箔、玻纖布自製率
各達85%、65%、92%

我國廠商在高階軟板用銅
箔、PI樹脂及IC載板用樹
脂基板的自主供應仍不足

主要供應標準化產品，
在高附加價值材料的發
展仍遜於美、日大廠

我國PCB硬板用材料在量產
規模、品質、價格等方面
具有國際競爭水準

80%以上的廠商已在中
國大陸設產線，中國大
陸產線已超過50%

我國銅箔基板、電解銅箔
及玻纖布產業市場規模位
居全球前三大之列

 

資料來源：工研院 IEK(2017/08) 

圖 5-3-1 我國印刷電路板材料產業概況 

 

說明： 

1. 我國 PCB 硬板用關鍵材料具規模經濟而佔領中階市場版圖，在高階產品

領域的經營已有部份廠商開始投入。 

• 由於我國 PCB 硬板產業發展相對成熟完整，目前我國的銅箔基板、電

解銅箔及玻纖布等產業在國際市場上均佔有舉足輕重的地位，分別在

全球市場排名擠入前三大之列。不論是在量產規模、品質、價格等方

面皆具一定國際競爭水準。 

• 我國在硬板用關鍵材料的自主供應力相當高，CCL 自製率可達 85%、

電解銅箔自製率約 65%、而玻纖布自製率則高達九成以上，主要供應

商除了能滿足國內一般電子等級需求外，亦具有供應國際市場能力。 
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第四章 液晶顯示器材料產業 

第一節 我國產業發展現況與趨勢 

一、產業結構 

配向膜

大立高, 達興

液晶

Merck, JNC

光阻

Merck, 達興,鎧
暘 ,新應材,永光

BASF,太洋新技…

彩色光阻 靶材

上
游
材
料

中
游

下
游

TFT-LCD

PVA

PSA

彩色濾光片

BM
補償膜

稜鏡片PMMA 擴散膜/板

玻璃基板

Driver IC 其他 偏光板 背光模組

友達,群創,華映元太,彩晶,凌巨

聯詠, 奇景旭曜, 
瑞鼎,矽創

瑞儀, 中光電, 達運, 福
華電, 大億, 奇菱, 舜茂, 
興隆發, 富積,邦泰 ,茂
林

群創,友達,華映,台
灣國際彩光

力特,明基材料

奇美材料,台灣日東,
住華

達輝
長春 東洋,新應材,鎧暘, 奇美

實, JSR,達興
輝伸,光洋, 特格

三井, 日鑛

奇美實業,
輔德

宣茂, 長興, 穎台, 奇美實, 華宏,
岱稜,伸昌,宏森,華德 ….

3M, 迎輝, 友
輝, 嘉威,光耀,

康寧,旭硝子, 日本電氣硝子, 安瀚視特

化學品

TAC

鼎茂

 

資料來源：工研院 IEK(2017/08) 

圖 5-4-1 我國液晶顯示器材料產業結構 

 

說明： 

• 我國 TFT-LCD 產業上、中、下游產業結構分工清楚，從材料、零組件到

面板和後端模組廠形成完整的產業鏈。 

• TFT-LCD 產業上游原材料如玻璃基板和偏光板上游的 TAC 膜與 PVA 膜材

料等，仍掌握在美系與日系廠商手中，本土廠商仍無法完全自製與在地

供給。但在背光模組的導光板材料與光學膜，如擴散板、稜鏡片等，國

內廠商的技術與產品已達面板廠商的要求而出貨供給國內市場需求。 
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第五章 能源材料產業 

第一節 我國產業發展現況與趨勢 

一、太陽光電材料 

(一)產業結構 

多晶矽

矽晶電池 填充封裝材 玻璃基板

矽晶模組

矽晶片

導電膠

背板

中美矽晶、綠能、旭晶、
達能、國碩、昱成、友達晶材

碩和、台灣杜邦、銀品、友晁
優揚、鑫科、積陽

永旺、頂晶科、英懋達、同昱、
友達、安集、科風、錸德

台虹、宇葳、
台灣海優威

茂迪、昱晶、新日光、
昇陽科、太極、元晶、
英穩達、旭泓、益通、
長生、太陽光電、明徽

台塑、德淵、
台灣海優威

台玻、城宏玻璃

 

資料來源：工研院 IEK(2017/05) 

圖 5-5-1 我國太陽光電材料產業結構 

 

說明： 

• 隨著太陽光電製造業轉移至亞太地區，我國使用的太陽光電材料逐漸由

進口轉為自製。 

• 多晶矽材料自國外進口後，在台灣生產能矽晶片供應給電池廠。 
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第Ⅵ篇 中國大陸電子材料 
產業現況 

 

第一章 中國大陸電子材料產業政策 

第二章 中國大陸半導體材料產業 

第三章 中國大陸構裝材料產業 

第四章 中國大陸印刷電路材料板產業 

第五章 中國大陸液晶顯示器材料產業 

第六章 中國大陸能源材料產業 
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第一章 中國大陸電子材料產業政策 

表 6-1-1 中國大陸電子材料研究發展重點 

項次 內  容 

1 

中國大陸政府在第十二個五年計劃(十二五)中，推出包括節能環保、新一代資訊

技術、生物、高階裝備製造、新能源、新材料和新能源汽車在內的「七大戰略性

新興產業」，以形成經濟上一個真正深刻的變革。在 2012 年 2 月 22 日由工業和

信息化部完整公佈新材料產業政策目標與具體措施，配合加上之前已公開的相關

措施，裡面鼓勵電子材料產業的發展。 

2 

中國大陸的半導體產業政策，有明確的半導體材料發展方針，2014 年 6 月 24 日

國務院公佈《國家積體電路產業發展推進綱要》，為大陸半導體產業鏈分別設定

2015 年、2020 年、2030 年的短中長期的發展目標。在財政扶持上，中國大陸中

央政府設立資金規模人民幣 1,200 億元的國家產業投資基金；也在租稅方面延續

國發(2011) 4 號文對 IC 設計業與晶圓代工業所提供的租稅優惠，落實積體電路封

裝、測試、專用材料和設備企業所得稅優惠政策。 

3 

在中國大陸「新材料產業“十二五”發展規劃」中，不僅材料產業本身要升級轉

型，也要提供節能環保、新能源汽車、新電子技術(新一代信息技術)等其他戰略

性新興產業的材料需求。 

4 

2017 年中國大陸為落實《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規

劃綱要》和《中國製造 2025》，引導『十三五』期間的新材料產業有序發展，工

業和信息化部、發展改革委、科技部、財政部聯合製定《新材料產業發展指南》。 

資料來源：工研院 IEK(2017/08) 

 

說明： 

• 中國大陸政府藉由政策引導和產業管理、稅制優惠以及國資企業投入等

措施推動新材料的發展，並由發改委與商務部統合公佈的「鼓勵進口技

術與產品目錄」等吸引國外廠商至中國大陸設廠或由中國大陸企業引進

技術，發展電子材料產業。 

• 在「新材料產業“十二五”發展規劃」中，不僅材料產業本身要升級轉型，

也要提供節能環保、新能源汽車、新電子技術(新一代信息技術)等其他戰

略性新興產業的材料需求。新能源產業中要建構風力發電與太陽能發電

站，需要永磁材料、玻璃纖維、樹脂材料與多晶矽；節能和新能源汽車需
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第二章 中國大陸半導體材料產業 

第一節 半導體材料產業結構 
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化學品

靶
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罩

黃光
化學品

大
宗
氣
體

光
阻
劑

高純度
氣體

介電
材料

化學機械
研磨液及
研磨墊

特
殊
氣
體

顯
影
劑

去
光
阻
劑

底
材

金瑞泓、有研
新材料股份有
限公司、洛陽
單晶硅、峨嵋
半導體、上海
新傲科技、上
海晶盟、上海
新昇半導體

上海華誼、瑞紅、
江陰潤瑪、江陰
化學試劑廠、江
陰江化微電子材
料、上海華誼微
電子材料、聯創、
晶瑞、蘇瑞、北
京化學

中芯
半導
體

瑞紅、無錫化
工研究所、北
京化學試劑
所、北京科華
微電子

液空中國、
佛山華特氣
體、蘇州金
宏氣體、大
連科利德

IC製造

寧波江
豐、北
京有研
億金

上海安集

 

資料來源：工研院 IEK(2017/08) 

圖 6-2-1 中國大陸半導體材料產業結構 

 

說明： 

• 中國大陸在半導體材料投入的廠商眾多，在主要材料的部份均有廠商進

行技術與產品開發，目前以矽晶圓、光罩、黃光化學品、濕製程化學品

與高純度氣體發展較佳，已進入中低階產品之供應。 

• 中國大陸在矽晶圓材料目前以 5 吋與 6 吋產品為主，部分廠商在 8 吋矽

晶圓已進入小量量產階段，至於 12 吋矽晶圓的生產製造，於 2015 年初

上海新昇半導體宣布初期規畫總投資人民幣 18 億元，將在上海臨港區建

12 吋矽晶圓材料廠，預計初期月產能 15 萬片，可擴增到 60 萬片，規劃

在 2017 年將投入量產。 
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第三章 中國大陸構裝材料產業 

第一節 構裝材料產業結構 

異
方
性
導
電
膠

黏
晶
材
料

固
態
模
封

液
態
模
封

底
部
充
填
膠

金
線

錫
球

凸
塊

42
合
金

銅
合
金

蝕顯光
刻影阻
劑劑

PT
樹
脂

BT
樹
脂

導線接著 承載

導線架

漢高華威電子、蘇州住友電
木、常熱長春封塑料、蘇州
日立化成、北京首科化微電
子無錫創達電子、北京中泰
合電子、江蘇中鵬新材料、
廣東榕泰…等

賀利氏招遠貴金屬材
料、北京博達長城錫
焊料、寧波康強、深
圳晨日科技…

寧波康強、寧波
華隆電子、紹興
華立電子、廈門
永紅

IC構裝材料

模封保護 連結線路

IC載板

 

資料來源：工研院 IEK(2017/08) 

圖 6-3-1 中國大陸構裝材料產業結構 

 

說明： 

• 隨著江蘇長電進行海外併購，買下全球封測代工第四大、市佔率 6.9%的

新加坡星科金朋(STATS ChipPAC)，合計市占率可達到 9.8%，將正式成為

全球第三大封測廠。為了因應未來的產業扶植計畫，大陸中芯國際與江

蘇長電也已合資興建月產能 5 萬片 12 吋凸塊加工(Bumping)廠，共同打造

IC 製造的本土產業鏈。此外，隨著全球各大封裝測試廠商進駐中國大陸，

進而帶動了中國大陸構裝材料產業之發展。中國大陸構裝材料供應商近

年來也加速發展，雖然規模較小、技術能力尚在追趕，然而已切入中低

階產品市場，產業逐漸成型。除了 IC 載板與導線接著材料外，在導線架、

金線、錫球等材料方面，近年來中國大陸廠商發展速度快，已占有部分

市場。 
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第四章 中國大陸印刷電路材料板

產業 

第一節 印刷電路板材料產業結構 

樹脂

南亞塑膠、
建滔化工…

欣興、南電、健鼎、華通、敬鵬、瀚宇博德、

臻鼎、楠電、IBIDEN、CMK、Meiko、TTM、
建滔、深南、方正、汕頭超聲、SEMCO…

景碩…NOK、Parlex、安
捷利、嘉聯益、台
郡、臻鼎…

南亞塑膠、聯茂、台光電、台耀、宏仁、台虹、
建滔化工、生益、超聲覆銅板、南美覆銅板、 Isola…

南亞塑膠、台玻、建滔化工、
宏仁、珠海玻纖、重慶國際、
泰山玻纖…

玻纖紗/布電解銅箔

南亞塑膠、福田金屬、
建滔集團、山東金寶
江西銅業、承安銅業、
中科英華…

原
物
料

銅
箔
基
板

蝕刻液 電鍍化學品 綠漆 乾膜 PCB生產設備 製程代工

硬板

電
路
板

IC載板軟板

資訊及
週邊產品

通訊 民生家電 工業產品 精密儀器 航太軍用
應用
產品

汽車光電 消費性電子

 

資料來源：工研院 IEK(2017/08) 

圖 6-4-1 中國大陸印刷電路板材料產業結構 

 

說明： 

• 中國大陸印刷電路板材料產業鏈受益於完整的印刷電路板產品組合以及

眾多的供應廠商，所以發展也相當的健全，包括銅箔基板(CCL 及 FCCL)、

玻纖紗/布、電解銅箔以及樹脂均有廠商在當地生產。 
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第五章 中國大陸液晶顯示器材料

產業 

第一節 液晶顯示器材料產業結構 

TFT -LCD

Driver IC

Color Filter

Polarizer 

Backlight 

Glass

Others

TAC

PVA

Compensation film Release
Color Resist BM

康寧,旭硝子
日本電氣硝子
彩虹,東旭

晶門

康得新,凱鑫森
寧波東旭成
樂凱,寧波激智….

PMMA

光學膜

Alignment Layer

Liquid Crystal

Photoresist

Chemical

Target

京東方,華星光電,
天馬微,中電熊貓

東進,住友化學……

Reflector 

Protector 
film

樂凱

奇美實業, Kolon
三菱化學

蘇州瑞紅
Dongjing, Merck
科華微電子材料

石家莊誠志永華,清華亞
王,西安瑞聯,西安彩晶光
電科技,煙台萬潤,煙台多
納勒電子

三星SDI
東旭,盛波,三利譜

PS

龍騰,上廣電

惠和,Tsujiden
SKC-Haas, Shinawha,
住友化學
BayerSheetKorea

瑞儀,中光電,輔祥,
喜星, DS,L＆F
深圳金祥光
…….

欣奕華材料

寧波東旭成
寧波激智….

 

資料來源：工研院 IEK(2017/08) 

圖 6-5-1 中國大陸液晶顯示器材料產業結構 

 

說明： 

• 早期因為人工相對便宜以及有許多下游的筆記型電腦、監視器與電視廠

商在中國大陸生產，中國大陸早已是液晶顯示器後段模組(LCM)的重鎮，

吸引許多 LCM 與背光模組相關的材料廠商前往設廠，產業鏈早已成形，

特別是稜鏡片、擴散膜等光學膜的後段製程的切裁與品檢，都需要人工

進行，許多光學膜以及偏光板廠之後段裁切製程也已經前往中國大陸設

廠；特別是 2010 年後中國大陸開始各地廣建 G8.5 產線，至 2013 年起開

始吸引國際大廠赴中國大陸設立生產線。 

• 目前中國大陸積極投入 G8.5 甚至 G10.5 以及 G11 的 TFT-LCD 生產線的

建設，目前已經量產與已設廠的 G8.5 即有 10 座工廠，包括 BOE 北京、
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第六章 中國大陸能源材料產業 

第一節 中國大陸鋰電池材料產業現況 

一、中國大陸鋰電池材料產業結構 

• 廣州/佛山/惠州
正極材料：廣州鴻森(中)
電解液：廣州天賜(中)
隔離膜：佛山金輝(中)
銅箔：聯合銅箔(中)

• 東莞
電解液：東莞杉杉(中)

• 深圳
正極材料：深圳貝特瑞(中)、深圳天驕(中)、

深圳振華(中)、深圳斯諾(中)
負極材料：深圳貝特瑞(中)
電解液：深圳新宙邦(中)
隔離膜：深圳星源(中)

• 上海
負極材料：上海杉杉(中)
銅箔：中科英華(中)

• 蘇州
正極材料：蘇州恒正(中)、

蘇州威能(美)
正極黏結劑：ARKEMA(法) 、

Solvay(義)、
吳羽化學(日)

電解液：BASF(德)、
三菱化學(日)、
國泰華榮(中)

• 杭州
包材：東南鋁業(中)

• 鎮江
鋁箔：源龍鋁業(中)

• 南通
隔離膜：天豐(中)

• 無錫
正極材料：清美通達(日) 

• 寧波
負極材料：寧波杉杉(中)
正極材料：寧波金和(中)

• 湖州
負極材料：湖州創亞(中)

• 河南
銅箔：紅日銅箔(中)

• 新鄉
隔離膜：新鄉中科(中)

• 丹東
負極材料：遼寧弘光(中)

• 大連
正極材料：大連新陽(中)

• 山東
銅箔：山東金寶(中)

• 青島
• 正極材料：青島新正(中)

負極材料：三菱化學(日)

• 博興
鋁箔：魯豐鋁箔(中)

• 煙台
負極材料：日立化成(日)

• 湖南
正極材料：湖南瑞翔(中)、

湖南杉杉(中)
負極材料：摩根海容(英)

• 廈門
正極材料：廈門鎢業(中)

• 運城
鋁箔：山西關鋁(中)

• 北京
正極材料：北大先行(中)、北京當升(中)
包材：華北鋁業(中)

• 天津
正極材料：天津巴莫(中)

斯特蘭(中)
電解液：天津金牛(中)

• 包頭
正極材料：三徳(日)

 

資料來源：工研院 IEK(2017/08) 

圖 6-6-1 中國大陸鋰電池材料產業結構 

 

說明： 

• 中國大陸鋰電池材料產業鏈已成為國際重要供應鍊所在，也是全球最大

鋰電池材料生產重鎮，2016 年中國大陸本土背景鋰電池材料業者超過 4

百家，在正極材料部份北大先行、北京當升、天津巴莫、湖南瑞翔、湖

南杉杉、廈門鎢業等前六大廠商均已成為國際前十大正極材料供應商；

在負極材料則有深圳貝特瑞、上海杉杉兩廠商為全球前五大廠，另有江
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版權所有© 2017 經濟部技術處 產業技術前瞻研究與知識服務計畫



 

 

7-1 
版權所有 

翻印必究 

第
Ⅶ
篇 

第
一
章 

半
導
體
材
料
產
業 

第一章 半導體材料產業 

2016 年全球半導體材料在其他區域(新加坡、馬來西亞、菲律賓、越南、

東南亞其他等地區和較小的全球市場)佔有率為 5.3%達 13 億美元，其最大

比重區域主要來自於新加坡，但在前幾年由於半導體產業的競爭劇烈，以

致新加坡把特許半導體賣給了中東財團控股的格羅方德，也把星朋科技轉

賣給中國長電科技。然近期看到了半導體產業的再次復甦漸蓬勃，新加坡

政府再次推出相關計畫以吸引外商前來投資。而在越南的半導體市場尚處

於初期階段，越南政府也正在積極吸引海外直接投資。 

 

表 7-1-1 2017 年東南亞暨印度半導體材料相關產業當地產業政策與需求 

國家別 當地產業政策 當地產業需求 

新加坡 

星國政府推出大型補助計畫之一「生

產力及創新優惠計畫」，在 2016 年至

2018 年共編列預算 36 億星元(約 26

億美元)，與針對中小企業自動化提供

4 億星元補助款，以及供新技術測試

的 5 億星元「未來製造業計畫」。 

當地未有鋰離子電池生產工廠需求，

多需考量就近運輸至中國大陸華南地

區電池生產業務。 

越 南 

越南的半導體製造和生產領域尚未發

展，甚至仍處於出發點。當地政府為

了推動半導體技術和產業的發展，越

南仍在研擬推出相關配套的政策。 

當地尚未有半導體生產工廠需求，但

隨著外商公司陸續投資越南，未來在

半導體產業逐漸崛起後，半導體材料

產業方可有機會在地生根。 

資料來源：工研院 IEK(2017/08) 

 

表 7-1-2 2017 年東南亞暨印度半導體材料產業台商能量與競爭者分析 

國家別 台商布局能量 當地競爭者分析 

新加坡 

在新加坡的台商，仍以下游的半導體

產業為主，如聯電。而近期 DRAM 與

FLASH 產能吃緊，華邦電考慮前往新

加坡設廠，但仍須等至第三季後才會

做最後決定。但在半導體材料產業，

並沒有台商在新加坡有相關的布局。 

在新加坡的材料商，仍以國際材料大

廠或新加坡材料商為主，若下游台廠

業者未來有機會至新加坡進一步的投

資擴廠，半導體材料的台廠才比較有

機會跟隨著南下設廠。 

越 南 
台商尚未於當地有任何布局或設廠經

營。 

待越南整體半導體產業逐漸成型後，

可率先試著開發此一新興市場。 

資料來源：工研院 IEK(2017/08) 
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第二章 構裝材料產業 

由於半導體構裝的製程技術因其難易程度差異大，加上下游終端產品

的組裝業早已外移至亞洲各地，致使構裝材料的需求市場除少量關鍵材料

與技術仍留在歐美先進國家外，其餘產線皆集中在亞洲地區，並以中國大

陸、台灣、韓國與日本等國家為主，使得這四大區域的市場最受矚目，而

在東南亞地區中，新加坡是歐美外商最早至該國投資設廠的國家，但是隨

著 2015 年星科金朋(STATS ChipPAC)與特許半導體轉賣中國大陸後，新加坡

在半導體產業一度幾乎成現空洞化，甚至也動搖了其半導體產業在亞洲的

地位。雖然如此，半導體構裝材料仍有為數不少的產品與需求市場分佈在

東南亞的新加坡、菲律賓、馬來西亞與泰國等地，構裝材料產線之所以會

設立在這幾個國家，除了當初因應國際構裝與組裝大廠就地供貨的要求

外，其中主要因素也在於日本構裝材料供應商為紓解產線過於集中在日本

本土的產量，一方面考量在發生重大事故時仍保有供貨的能力，另一項考

量也在預防產品快速被當地產業技術所取代，因此產品大多不是最先進的

製程所需用的構裝材料，僅設立生產線但無材料研發能量。而印度的半導

體市場尚處於初期階段，印度政府也正在積極吸引海外直接投資。 

2016 年東南亞總體構裝材料產業總體市場規模大約有 48.3 億美元，比

起 2015 年的 47.8 億美元成長了 1.1%。產線所生產的構裝材料產品有：二

次用錫球、連接線、導線架、模封材料以及晶片焊膏(Die bond paste)等。其

主要供應商亦如上所述：構裝材料分駐在東南亞生產者以日本供應商為

主，其中產品又以連接線、導線架以及模封材料為較多。 

在印度，2015 年 8 月 Cricket Semiconductor 公司曾宣布：預計將投入

10 億美元打算在印度興建一座專業性晶圓廠(specialty foundry)，生產類比與

功率半導體，廠房預計 2016 年施工，2 年後可正式生產晶片給客戶。不過，

在印度首要解決的問題是資金以及最後廠房落腳地點，未來一旦印度國內

半導體前段製程建立後，其後段的構裝製程以及相關的材料供應生態系統

也才能逐漸成形。 
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第三章 印刷電路板材料產業 

泰國是東南亞地區最大的印刷電路板(PCB)生產國，以東協來說這幾年

泰國 PCB 產業的表現最佳，無論 PCB 的進口與出口皆超過 10 億美金的規

模，由 PCB 出口國來看，中國為最大宗，其次是日本，主要是為汽車用零

組件；越南及馬來西亞則緊追在後。新加坡一度曾經是東南亞地區電路板

生產的集散地，但是因為關閉與縮減生產的原因，都肇因於新加坡當地的

生產成本過高，這樣的風光歲月已經過去。菲律賓、越南以及印尼則是另

一種選擇，僅有少數日商在此投資。 

 

表 7-3-1 2017 年東南亞暨印度 PCB 材料相關產業當地產業政策與需求 

國家別 當地產業政策 當地產業需求 

泰 國 

◎ 泰國國家基礎建設完善，位居東協的

樞紐，政府目前推動「東部經濟走廊」

(EEC)政策，希望與中國「一帶一路」

的跨地區項目連繫起來，EEC 的目標，

是由今年起至 2021 年投資約 440 億美

元，擴建機場、港口設施等，促進工

業現代化。泰國製造業的產業鏈完

整，美日的大品牌客戶在泰國均設有

生產基地，是投資東南亞的首選。 

◎ 投資環境除了公共設施建設外，透明

的經貿政策誘因，像是 8 免 5 減半的

獎勵投資，使投資泰國，變為是長期

永續經營。 

◎ 現在泰國政府為了面對產業轉

型，也提出了泰國工業 4.0 政

策，希望以智慧工廠、智慧城

市、與智慧人民帶動產業升級。 
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第四章 液晶顯示器材料產業 

目前 LCD 材料在東南亞以模組段相關材料為主，Array 與 Cell 段材料

僅友達在 2010 年自日本東芝移動顯示(Toshiba Mobile Display；TMD)G4.5 的

LTPS 生產線有材料需求，其餘多為 LCM 或系統廠商至東南亞設廠所帶動

之模組相關材料需求。 

為配合三星電子的手機組裝生產線，Samsung Display 於 2014 年以 10

億美元投資在越南北寧興建面板廠，隔年再加碼投資擴產，面板年產量從

1.8 億片提高到 2.2 億片；而 LG Display 則是在越南海防設立模組工廠，預

計更將進一步設立 OLED 用偏光板產線；日本背光模組廠 Minabea 於 2014

年中宣布投資 163 億日圓，將泰國的物流中心變更為背光模組工廠之外，

也計劃在柬埔寨工廠內興建新產線以因應美國品牌以及中國大陸等客戶需

求，月產能將從 2014 年初的 2,500 萬片，擴產至 2015 年初的 3,500 萬片；

SONY 將馬來西亞工廠作為東南地區電視組裝工廠，由 LCM 至系統一貫化

生產，也會有光學膜與導光板等背光模組相關材料的需求。 

 

表 7-4-1 2017 年東南亞暨印度液晶顯示器材料產業當地產業需求 

國家別 當地產業需求 

越 南 
韓國三星與 LG 集團移轉中國大陸電子產品生產線至越南，也移轉帶動平面

顯示器模組至當地設廠，產生相關材料的市場需求。 

泰 國 日本背光模組廠 Minabea 於泰國設廠，將有光學膜等之市場需求。 

馬來西亞 SONY 於馬來西亞設電視組裝工廠，有背光模組相關材料的需求。 

印 度 

印度 Vedanta 集團旗下的 Twin Star Display 計畫與樂金集團合作在印度興建第

8 代 LCD 面板生產線；鴻海集團也有意赴印度設廠，若能順利量產後將有

Array 與 Cell 段材料的需求。 

資料來源：工研院 IEK(2017/08) 
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第五章 能源材料產業 

第一節 鋰離子電池材料產業 

由於目前全球鋰離子電池產業大多聚集於日本、韓國、中國大陸三地

進行生產，在其他國家之聚落效應較不明顯，上游電池材料多需考量原料/

原礦產地因素或生產成本因素來決定設廠地點，也因此目前在產業中於東

南亞、印度等地設廠之國際廠商較少。另因台灣電池材料業者主要市場為

中國大陸或日本電池廠商生產，因此也僅在中國大陸與台灣設廠與進行相

關研究開發，在東南亞與印度等地之佈局上並未有相關投入。 

 

表 7-5-1 2017 年東南亞暨印度鋰離子電池材料產業當地產業政策與需求 

國家別 當地產業政策 當地產業需求 

越 南 

因其鄰近中國大陸之特性，積極吸引

外資希望作為廠商進入中國大陸設廠

受限時替代方案，且提供土地與稅收

減免優惠。 

當地未有鋰離子電池生產工廠需求，

多需考量就近運輸至中國大陸華南地

區電池生產業務。 

泰 國 

泰國投資促進委員會 (BOI)授予電池

等生產項目特別投資優先權，吸引廠

商進駐東部經濟走廊(EEC)。 

當地尚未有鋰離子電池生產工廠需

求，多需考量就近運輸至中國大陸華

南地區電池生產業務。 

馬來西亞 

檳城等地希望打造節能汽車中心，因

此吸引國際動力電池與相關材料廠商

進駐。 

因當地設有圓筒型 18650 規格鋰電池

產能，部分電池材料廠商於當地設廠

就近供應。 

資料來源：工研院 IEK(2017/08) 
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